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Memoria descriptiva

Esta Pateﬁtc s8 refiare;‘da agurrdo con éq
anuneiade, a un nuevo prﬁcedimienté bara‘la Pabricacién
de placés aislantas con‘bi:cuités’imﬁrasos de la ciésa
que se utilizan despufs en el montaje de apéfatos cléc—

tricos y electronicos,

: ) |
Estas placas con circuito impreso se fabrican |
ahora partiendo ya da una-plnca, generalments de bakelit]
que tiene depnsitada en una de sus caras mayorss, una

: capé de cohre metdlico,

i DI _.' .
Esta placa sa corta a las medidas y forma aded

cuadas y se le producen una seric de’orificios pasanfns
en los 1ugarés an quéAdespﬁés écrﬁnn §q_soldar los ele-
"mentos qua integran al cibcuito'aiéqtricq 0 alectrénicé,
y una vez hecho usto,.épn ﬁnaApasta.aSpecial y por serit
gféfia; se trazan_sobré 1la capé‘de cdbpcalasvzopaé que
‘a?p;esﬁéndenAéi'circbitb,‘eafdecirilas qUﬂ.@eben consert
h bgr su capa dé cobra mé£§licg;fqueﬁéhd6 ei_rasto_sip
‘recubrir de pasﬁg; gh asta situac}ﬁn s introducen en
_:qnihorno para que 1a:pasta ddgde ééﬁa y bien adherida;

-y seguidamente se tratan con un fcido corrosive por

vtiempo_éuficianta para quelgéﬁdaétrﬂyé'tuda 1a 6épé-da
' cobre'que no quedo cubierta por la pasta de serigrafia.

i Por Gltimo se leven hiéq'lagnplacgsfobgaﬁidas; sa los

" suprimen todos los trozos de-pastéhy se rscubre daépués‘

.
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con cunlquier producto antioxidante que protege a las

partes de cobre que conastituyen ya el circuito impresc.

‘Esta manara de fabricar dichas pinzas rmsultae
muy complicada por requerir varias dqlicadas'cpcradinnea,
30 sn la que se invierte cierto tiempo y precisan especial

e

cuidedo para que el circuito impreso resultante sea €

T

aﬁeﬁﬁ# es ronocido el hecho de’'que si la capa‘de cobre
no estaba bien adherida sobre la placa de bakelita, al
soldar el contacto del elﬁmento eléctrico o eie;trﬁdico,
35 s# despana y levanta pnrhlos efectos de la'dila£aci6n

térmica del cobre y dado el pequefifsimo espesor de dichd

. . ]
capa de cobre, son astos los sitios por donde es muy pProf
hable su’prmduzca un conte,'tanto'durante sl montaje de

los elementos, como despuéis al eoplar o instalar en el’

40 lugar de empleo a la unidad Formada por dicha placa con|

e L

eircuito impreso y con los elementos eléctricos o slec~ |y

trénicns ya saldadas.

h-

Otro inconvenientam importants as que en sstas

placas c;nocidaé quedan las slsmentos eléctribos'o rlece

45 ~ trdnicos situadps sn una cara y‘;h 1? otra quedan, soer—

. fsaliéndo notablementa, iés-gotas de estafo de la sold;dura
3 ‘ ‘

iéyvlbs puntas ds los hilos de contact@,'lorqde obliga, a

caso de toner que colocar dos placas superpusstas, a in

terponar entre sllas sendos seaparadores’y alslantss parg

S50 |- evitar pos;hles contacﬁos o cierres de ciréuitos inobor--




Lunns,

Entﬁs incmnuaninnkns encuantran adacdada S0luU~
cidn en el procedimiente a que se refiere ssta Paﬁnntn.
con rl que Qadas»sus origgnéiaa fases operatorias, sa lo-
ara producir placas con circuitos ihﬁreéos dedmés saggri—

dad y eficncia qua las coﬁﬁéidas~y ademfs la soldadura

- !
quadan sin sobresalir de la cara correspondiasnta, todo

mediante sencillas operaciones todas mecanizadas, que sisp-

pre resultdin mds econdmicas que las qus hay qus relizar

actualmente quedando suprimidas las fases do impresidn

serigrifica y la de tratamientp con &cido corrosivo aue

ms 1n ~ue mfis reune menores cohdiciones higlfinicas.

-t

3 Eatn prnéadimientorda Fahf}caciﬁn,dn placa con

cirsuitns impresos se caractariza principalmente on obta=
nar por mn]d@adn;non material termuplfsﬁico 3 termocndure
ta, puefarantamonts dal kipb mgtilpaﬁtbnn, o similar,’
'uné placs dm e#srasor reqular nue, al mgnag una de sus carp
‘éuedn éotada dé'qna pluralﬁdad de_canalés de ioual pro=-
funidad en todos cllos p:oduciéndoén ﬁbspués cn,ésta'plagt
un derdsito 0 capa dc'rccub:imicnta total de cohra, tal
como por.evaporacidn en cémara de ﬁlto ugcibio baﬁ&lelen—

'trplitico, nl cual recubre 2 la placa comprendiendo tam-

T
o
i
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2
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zras laterales 'y 2l fondo de dichos canales,

-

el cual depSsito =g d2spufis rocubierto pen dtracapa o

dos eapne gemasivas de potal peociose por evaporacidn de
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accion abrasiva, o-'de rascado superficies para suprimir

este en alto vacic comprendiendo solo 2 la cara que lleva

los canales y a estos, procedinndose despuds, madiante

a law capas metdlicas en la totalidad de todas las caras

planas, swcepto por los canales, qde pot quadﬁrvnn bajo

‘

relieve no son afectados por la eccidnde rascado, y asf

13

conservan dicho depdsito metfilico solida e 1lnseparahlemen.

te adherido a dichas caras laterales y al fondo, -

Asimismo, se caracteriza este procedimienta, en

que durante la misma opsracidn de moldeo de la placa; se

le producen . dichos canales siguiendo formas y distribucidh
’ : '

prestablecidos, dependieﬁtcs &el éirquiﬁé alégtricé 0 slep=— i
trénico dntaresado Yy simultancamgnngéenpfh&ucen también
los orificias paséntes necasari;s,para al huntajg-de los
elementos Integrantes dél ciréuito éléctréniéa y para el

ulterior montaje de la placa en el lugar de empleo, para

.

lo gue los moldas so dotan de los correspendisntes relievps.
Yo .
A .

y asimismo de los pivotas sobresalientes en los lugares

'y'pon distribucidn apropiada para_prdducirélos orificigs.

£s otra carvacterfstics del mismo procedimiento,|-

que con preferencia antes de producir el dépésito de la

Y

capa de cobre metdlico, se trata la o las partss interesa
das,"por despalimerizaciSn, abrasivo o cuaquier otro ma-

dio, para incrementar la'édhafencﬁélde;lé cara de la pla=

‘ca de pléstico para cdhlla'capa mstﬁlicé;‘qua'dnspués4sc
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nas met4licas y que lns dotas de soldadura queden bajo la

mejoramiento de lo conocido con sénsibles Ventajas de or-

den técnico, préctico y econdmico, N63obsbénte para fue

385922

deposita por medios electrolftices o pnr evaperacifn metd-

lica en alto vacio, al ob jeto de'asmgurér la fijacién de

ssta capa o recubrimiento metdlico,
)

Es por Gltimo caracterfstica qel procedimicnto
que se’dasbribe due el sadﬁndo yv/o sucpsiyos»depésiéds md~
télicos, sé producen precisameﬁté'bor‘ébapofaciﬁn metéii-
ca en cémara de';lto vacio,  y afecﬁando uniCQEcnte é ig
car; en donde estan produdidcs log'canales yrnatgralmante

a los laterales de estos, a su fondo e incluso a la.pared

interior de los crificios.

t K . ’

Fécil sard comprender que dadas, estas fasss ope

v

rativas, se logra que las bandas o zonas matflicas que

constituyen el circuito impreso queden solidamente adheri:
das a la pibdaAaislante_de soporte; duu estas ssan prac-

tiGamente inoxidables; que na puddan desprenderss las zo-|-

. i ' . . ’ 7 . o .
supprficie de la placa, todo lo cual supone un evidente
i : - _

88 iﬁferpgspen me jor 159 fases opegétivas QQI'proqeso'se
qeécriﬁen sequidamente las fiQQg?é‘ﬁei}éiadj;ntaAhoja‘de
cibpjos, en las qUe‘sé rEprcséﬁtan;a'Qifula'de ajemplo no
1imitativo, a_uné pla;a, v;stq en:seﬁp;én} en'1aa éifcren;

tes Fases del proceso, .

La figura prigera la representa despuds de mol-

N +
s
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deada; 1o segunda dospuds de la fase dnl recuhriﬁiantd
total previo per alto vacio o por bafio electrnlitiﬁo;

la tercera despufs de la sequnra fase do recubrimiento

y primern.en qunr esta operacidn se verifica pracisaments
130 por evaporacidn de alte vacio; lu cuarta la representa
despuds do 1a Fase Final de esmerilado o rascado super-
ficialj;-l2 quinta es una pos;blé variante de seaccidn de
los cnnalas y la sexta s similar a la quinta pers mos-

trendo a la plada en la fase final del proceson,

‘.

\

135 “ : La primera fase del proceso consiste en moldealr,

por inyaceidn, a la placa en un molde especial que tie-

- P neteelisves con la distribucidn, forma y dimensiones que
f"»n ‘ . deban terer las partes del circuito impréso, y asimisma
.?“: -se dispanen unas agujas o punzones an los lugares en que
T 140 detren existir los.orificies pasantns para sujetar a los
- elerentos integrantes del eircuito eléetrico a electro-

nico y para l'ijar la placa ya montada, en el lugar de

- empleo,

Esta placa se moldea coh tres milimetros de. 
145. espesor y lo; salientes o_rglieveé del melde, se realie
zan con al menos dn milimaetro de altura, sienda los ofi—
ficios pasantes de un milfmetro de didmetro o algo menos)

£l matarial plistico cua ha resulbade mis iddneo es el

denominado ARS y el metilpentone TPX, De esta manera se |

150 " obbtiens la placa (1) con los canalms (2), tordes ellos a
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“.i'~:1 partir de la cara (3), que presenta los orificios NRGON—
tes (5) que alcanzan hasta la cara opuesta (4) y nsimie—
! mo los canales (6) en los que por el plano scccionado
: segln la figura, no le corresponden orificios en aniel
A
155 sitio, es decir que los tienen en otro luger no visihlop
en el'coste seccional. Naturalmente guo cstos canales
’
siguen la forma curva o quebrada que procoda, senfin ol
trazado del circuito impreso a fabricar, y pnr elle tan-
~to los relieves como los punzones son sabrepuastos sn lg
. © 160 placa del mnlde para poderles intercamhiar de posicién,
. o
t ‘_
R Una vez obtenida %a placa moldeada semin 1n
v
v ...;‘ figura primera ¥ previa preparacién de la cara superigr
e ' . {3) vy de los laterales y fondo de los cénales, se le poal
o os . duce un recubrimionto por bafic electrolftico de cobve
- o o
¥
;.3°“’“> 165 con espusor de 0,005 mm, que al ser electrolitico Forma
’ o V
CoRe la caps gue recubre a la totalidnd de la placa, como ge
J':'.o’o;< . .
R ha sefialado per (7), en la cara superior por (9) on lns
Vrtw:'.-. . . . ,7 ' V . )
S |- fondos de los canales, por (9) en las caras lataralog ris
P ' :
car " los mismos canales, por (10) en los conkos y por (11) =n
170 la cara opuesta de la miswma place, guedanda tnl comn go
muestra en la finura sequnda.
En nete estado, se le nreduce, on ofmers do
alto vacio y por evapnracidn térmica de plaks, una oo
gunda-capa (12) qua recubre solo a la eara anferior (7)

et " 175 ‘precisamente sobre la capa de cohrz v rogihvg Leehifn

L]
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.como ‘se musstra cn la Figura tercera. Sobre ,dta cona

- las caras.laterales y al fondo de todos los.canalns,
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T

.
. [

'da'plat.,,sé‘puedﬂ nroducir otra, de pnr.ejamplofaro,

ﬁambién por ¢l sistema da evaporacidn en ﬂlfn vacio,y

duranl la misma fase, yn noue, como ss sabido, en =l por

‘ceso de evaporacifn en alto vacin se pueden producir su-

" cesivamente varias capns de matalns diferentes gue se

‘egada uno de los cuales se depasita el retal a evaporar

van superponiendo, sin necesided de extraer a las nlanas

de la mé uina ni parar el procese ya aue para ello von

dotadas astas méquinas de varios crisoles sléotricos, 7

P

y lugas solp eos nacesario dosconcctar unoisel vy congg-

.

Ty

tar otro sin interrupir el proceso.

> - .
Una veg finalizadas las fases descritas, se

snmptn a una 1rc' n de 1ijado por amhas naras en una

4
mﬂnuina 1don°a y en esta oparac cidn son suprimidns lag

capas mrtAlicas ‘da la cara superior (3) e infaricr £4)

 ‘que son.las que se somoten a la accidn abrasiva, que-

dando los recubrimisntos metdlicos unicamente en los 17

terales y el fondo de los canales tal comn se reproesin

D . . .

. ta en la figura cuarta.

St ..t Es myvidente que de esta manera resulta muchn

méis dificil que al soldar los terminales de los elemon-

- tos e;éctricds o elactronicos se punda dasprender 1a

capa de recnbrlmzento, ‘BN prlmer ]unﬁr porque ‘el ecrlone
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introducir todas aguellan modificacionés que la experiens

tamiento se produce sabre el fondo y tal vez invadiendo

alno & los laterales, nue siempre garantiza una mejor, so)
dadura, pnro procisameants 13s partes leterales de) recu-
brimianto dn los canales ofrecan especial resistencia a

despegarse y ademfs al aumentar 12 masa mebflica y. ser

nsta dé metales muy huenas coﬁduct&fﬁs &éi calor, seidisi
to de diﬁhalcnpé. No abstante y para descdrtar tutalmente
esta posihiliﬁaq, cahe_én lo pcsible reaiizar lusicanaleTv
(13) con accidn trapecial como ég muastré an ia Figuqa'

guinta, que cuando se tratn de hétarialés %;rméplésticos,
no supona diFiculkmdralguﬁa de dasmoldmso, ﬁopﬁua ?sta oper

racidn se realiza estando en el citado material en astado

pléstico, logréndose asf{ que las capas de recubrimiento

(14) v (15), que estan superpu~stas, quedsn aun més 501i&a~

menke fijadaé y en el caso de que el fondo preéentana ten-

dancia- 8 abombarsa, saria eficezmente sujetado por las

l}'! ‘- e

parades inclinadas,

Descritas suficiontemente las caracteristicas

fundamentales del proceso a que ee tefiers asta Patente

de Inuencidn, se hace constar gue en sl misma se podrén
cia, la prictica y lartécnica-pudiepan acohsajar,7siempré
que con ellas no se cambis, altere o mndifique su idea

fundamental que es la que se resuma y concrata on la g5i-

4

pa.el exchso de calar y no llaga a.prbduéir el levantamidgne
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» Sn declacan de novedad y rpopiadéd para todo

el territorio pacional las siguientes:

REIVINDICACIONTES:

230
1§;4'Un pbocedimientb dm'Fabric%cidn ds placa con circui4
-to impfaso'qUe ae éaracﬁcriza'sn ﬁbtanér pbr mdidmado po1
}material termqpiésfiéo 6btermucnddrente, prefarentemente

del tipa metilpentenc o similar, una placa de espssor ra4

N
(]
é:]

) guiag qué, al menos una de sus caras, qumdé dotrda de ung
plugalidad de cana;es de igua} profundidad en todos ;llos,
liproducienquse despué;, en esta misma pléca, uh debfsito
‘o capé‘dn reguhrimicnto de cobrsa, tal como ﬁor alﬁo vaqic
o baffa elé?tro%ftico, al cual dnpﬁsitoArecuhre a lé-tota~
240 lidédrdé la o las caras que estan dotadas de canales, y i
.asﬁé dcp69i£o ﬁetélicd ;é dnspués recubierto ﬁor otrhrca-
pé&olﬁos capas sucesivas de metal praciose precisamenta '
bay ayapnraci&n dol metal ﬁn alta vacin, procedifndose
daspuésaAmeianﬁgtacciﬁn ahra;iya, ai raspado de 1&% carég
245 '_',méy;pe$.30:ig.p1§cabal objetb de suprihir_las capas metd~ -
licas{en iaiﬁétaiidad-db la; o la cara plana, excspto pﬁr
’.fiué‘paﬁ?léslqﬁm'alvﬁuedép'%n.baja rglievd n&ﬁ%nn‘afactadoﬁ
poﬁ la:accién‘paspadnfa % aéi,coﬁsorvan tanto ;os fondos

" ] da los canales como sus caras laterales a dicho depdsite

- 250 ° | metélico qua’ quada solida o .insepsrablemente adherida.

T
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eircuito elhctrico o eloctrénice, y simultansamente ma-

T3 capa matdlica, gue con preferencia se depasita por med

42,- Un procedimisnto de fabricacidn de placas non cir-

bt v

- 17 -

secErres s

28,~ Un procedimiento de Pébricacién de placss con cir-
culito impréso sanln la reiQindic;ciéﬁ anterior que sé ca-
ract;rizn tambiéﬁ, en que duéantﬁ la m%sma aéeraci6n>ﬂe

moldeo da ;a piaca, se le producen dichos‘canales siguier

do formos y distribucidn prestablecidos, dependientes del

diante los correspondientés pUnzﬁncs s§~broducen también
los orificios necasarins para ol mnnfajn da lns.alémento#
integrantés dal cirEUito nlectrdnica, para io qQa Los moll
deo s dotan de las corrnspoﬁ&inntas ralievea y asimismo

dn los pivotos sobresalientes en los lugares y con dis—

tribucidn apropiadosa.

_38,- Un procedimiento de fahricncidn de placas con cir-
cuitos impresos senln 1as raivindicacionas anteriores qud

se carncteriza tambidn, en que antes de producir el depd-

gito de la cspa de cohrn metilico, se Egata la 0o 1las par-

tqs intnarasadas por incrrmentar 12 sdherencia de 1a pring-
H . .
;- | !

‘

-dias elnctroliticas.

. . : 4. .
cuitos impreens segliin las raivindienciones anteriores qug
- ) . .

'
earrctnriza también, on aus el sngundo y/o' sucésivoe depd

aito§ rotdlicos, os producen por evaporacidn natilica en

mora de 2lfn vacio. ' S

' 53,. WUN PROCEDINIENTO DE rapnir:ncmm_coz PLACAS COY CTR-

CAaveSsAANTpa

se
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Todo ello tal.y como ha quedado desciritbv’,y ';“éiT L
vind.i.c.z?‘do en la presente memoria qué c:n'nsytawde 13 th;j.as
folindas y mecanografiadas por una’ éol'é fﬁe. su;a cv:zra;e-,b‘y
una hoja de-z dibujos que ia ilustra,

‘ " Madrid,2é de Noviembre 'dé"L.970 .

PASCUAL C ANTO
PQP«.V '

jcrando: Gregorie del Peso
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